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摘要

三维堆叠芯片的设计方法,可以

获得高集成度、低功耗、低成本的 芯

片。但这种堆叠设计,对于热量的传

导,温度的管理提出了挑战。报告将

介绍利用并行有限元方法进行基于

TSV 的三维芯片的热应力分析。该方

法具有良好的精度，并行效率和可扩

展性，适宜进行大规模数值模拟。 
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欢迎大家参加！ 


